■Ill 




@ bundesrepublik @ Gebrauchsmuster 

OEUTSCHLAND @ QE 296 1 1 276 U 1 




DEUTSCHES 
PATEIMTAMT 



© Aktenzeichen: 
@ Anmeldetag: 
@ Eintragungstag: 
© Bekanntmachung 
im Patentblatt: 



29611276.3 
27. 6.96 
31. 7.97 

11. 9.97 



© Int. CI. 6 : 

H OIF 27/28 



CM 



CO 

o> 

CM 
Ul 

Q 



) Inhaber: 

Siemens AG, 80333 Munchen, DE 



Recherchenergebnisse nach S 7 Abs. 2 GbmG: 

41 35 979A1 
8226746 U1 
36 59 240 



DE 
DE 
US 




SDOCIO- <OE__29fi1 1 276U1 J_> 



BUNDESDRUCKERE1 07.97 702237/54 



8/2 



GR 96 6 3498 



• • • • ••• • * 

• • • • #•# 

• • • • • • • 

•••• • 



Beschreibung 



Planartransfonnator 



10 



25 



30 



35 



Planartransformatoren weisen wie herk6mmliche Trans forma tor en 
erne Primarwicklung und wenigstens eine Sekundarwicklung auf 
welche durch einen Kern induktiv gekoppelt ' sind. Primar- und' 
Sekundarwicklung sind dabei gegeneinander isoliert in Trans- 
formator angeordnet. Gegenuber herkdmmlichen Trans forma toren 
sind aber bei Planartransformatoren die Wicklungen schleifen- 
formig ausgebildet und eben auf ubereinandergestapelten Fia- 
chen aufgebracht. Planartransformatoren weisen somit eine ge- 
genuber klassischen Trans forma toren reduzierte BaugroSe auf 
Bei Planartransformatoren besteht zum einen eine Anforderung 
> dann, daS aufgrund von Sicherheitsanforderungen die Primar- 
wxcklung gegenuber dem Kern doppelt isoliert sein sollte Zum 
anderen sollte aber trotzdem eine moglichst gute Warmeablei- 
tung der Abwarme gegeben sein, die in den flachenartig uber- 
emanderliegenden Wicklungen entsteht. 

Aus der US 5,010,314 ist eirt Planartrans forma tor bekannt Da- 
be! bilden ebene, auf Plattchen angeordnete Wicklungen die 
Prxmar- und die Sekundarwicklungen. Urn die Sicherheitsanfor- 
derungen bezuglich von Luft- und Kriechstrecken zu erfullen 
sxnd zur Isolierung der Primar- und Sekundarwicklungen zwi- 
schen die wicklungstragenden Plattchen dunne Isolationspiatt- 
chen eingelegt. Zur weiteren Isolation der Primarwicklung ge- 
genuber dem Kern und den aufienliegenden Sekundarwicklungen 
umschlieSen zusatzlich im Inneren zwei flache, schalenfOrmige 
Isolatxonsformteile vollstandig die Primarwicklungen . Deswei- 
teren^dienen die Isolations formteile zur xnechanischen Aufnah- 
me und Halterung sowohl der wicklungstragenden Plattchen als 
auch der Isolationsplattchen. 

Nachteilig ist bei einer derartigen Anordnung, da* die warme- 
ablextung durch die schalenformigen Isolationsformteile zwi- 
schen den Primer- und Sekundarwicklungen sowie dem Kern des 
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Planartransformators verschlechtert wird. Desweiteren ist die 
Herstellung der relativ kompliziert aufgebauten, zusammen- 
steckbaren Isolationsformteile entsprechend aufwendig und 
teuer. Ein weiterer Nachteil ist, dafi durch die Isolations- 
5 formteile zusatzliche Fertigungsschritte bei der Herstellung 
des Planartransformators verursacht werden, welcher unter Um- 
standen in sehr hohen Stackzahlen gefertigt wird. 

Aus der US 3,483,499 ist eine Induktanz bzw. ein Blindwider- 
10 stand in Planarbauweise bekannt, welche auch als Transforma- 
tor ausgebildet sein kann. Auf ubereinanderstapelbaren Platt- 
chen sind dabei spiral fdrmig Wicklungen aufgebracht, die je- 
weils an der Aufienkante miteinander kontaktierbar sind. Zwi- 
schen den Plattchen sind zur weiteren Isolation zusatzlich 
15 Isolationspiattchen einlegbar. Die Anordnung ist dabei insbe- 
sondere fur den Einsatz bei hohen Temperaturen vorgesehen. 
Die wicklungstragenden Plattchen sind deshalb aus temperatur- 
bestandigen Materialien wie Keramik hergestellt. Als Materia- 
lien fur die Isolationspiattchen k6nnen insbesondere tempera- 
20 turbestandiger Glimmer oder ebenfalls Keramik dienen. Durch 
Obereinanderstapeln der insbesondere aus Keramik bestehenden 
wicklungstragenden Plattchen und eine entsprechende Kontak- 
tierung der Wicklungen kdnnen somit beispielsweise eine Pri- 
mar- und Sekundarwicklung eines Trans forma tors gebildet wer- 
2 5 den . 

Auch bei diesem induktiven Bauteil handelt es sich urn einen 
losen Aufbau ubereinanderliegender wicklungstragender Platt- 
chen und Isolationspiattchen. 

30 

Aufgabe der Erfindung ist es, einen Planartransformator anzu- 
geben, der einerseits eine einfache und effektive elektrische 
Isolierung der Wicklungen aufweist und andererseits den not- 
wendigen Sicherheitsanforderungen bezuglich der Isolation 
35 entspricht. 
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Die Aufgabe wird geldst mit dem im Anspruch 1 angegebenen 
Planartransformator. 

Vorteil der Erfindung ist der. sehr kompakte, flache und ein- 
fache Aufbau des erfindungsgemafien Planartransformators . Pri- 
mar- und Sekundarplatinen sind ohne zusatzliche Isolations - 
formteile gegeneinander isoliert und entsprechen den Sicher- 
heitsanforderungen bezUglich der Isolation. Die Isolationsfo- 
lien sind dabei luftdicht, nicht losbar und dauerhaft auf die 
auf den einzelnen Leiterplatten aufgebrachten Wicklungen auf- 
geprefit. Diese dunne und effektive Isolationsbeschichtung 
uberzieht .somit die Wicklungen, ohne dafi warmedammende Luft- 
polster zwischen den geschichteten Leiterplatten vorliegen. 
Dadurch wird eine optimale Warmeableitung bewirkt. 

Ein weiterer Vorteil besteht darin, dafi der Kern ohne zusatz- 
liche Isolierung direkt bei spiel sweise an ein mdgliches Ge- 
hause des Planartransformators angrenzen kann. Somit erfolgt 
eine moglichst ungehinderte Warmeableitung vom Kern und den 
20 Wicklungen. 

Weitere vorteilhafte AusfOhrungsformen der Erfindung sind in 
den entsprechenden UnteransprQchen angegeben. 
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Die Erfindung wird desweiteren anhand des in den nachfolgend 
kurz angefuhrten Figuren dargestellten Ausf uhrungsbeispieles 
weiter erlautert. Dabei zeigt 

FIG 1 ein beispielhaf tes Schaltbild fur einen gemaS der Er- 
findung ausgefuhrten Planartransformator, 

FIG 2 beispielhaf t eine Seitenansicht, eines dem Schaltbild 
von Figur 1 entsprechenden und gemaS der Erfindung 
ausgefuhrten Ausf uhrungsbeispieles des Planar trans for- 
35 mators, 
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FIG 3 beispielhaf t eine Ansicht einer einzelnen Leiterplatte 
mit Wicklung des erfindungsgemaSen Planartransforma- 
tors von oben, 

FIG 4 beispielhaft einen Querschnitt einer einzelnen Leiter- 
platte, auf welcher beidseitig je eine Wicklung ange- 
ordnet ist, wobei jeweils eine elektrisch isolierende 
Beschichtung luftdicht und nicht ldsbar auf beide Sei- 
ten der Leiterplatte und die dortigen Wicklungen auf- 
gebracht ist, 

FIG 5 beispielhaft eine Schnittdarstellung eines Ausfuh- 

rungsbeispiels einer Sekundarplatine, mit mittels der 
elektrisch isolierenden Beschichtung verprefiten Lei- 
terplatten, 

FIG 6 beispielhaft eine Schnittdarstellung eines dem Schalt- 
bild von Figur 1 entsprechenden Ausfuhrungsbeispiels 
der Primarplatine, mit mittels der elektrisch isolie- 
renden Beschichtung verpreSten Leiterplatten. 

in Figur 1 ist beispielhaft das Schaltbild fur einen gemSS 
der Erfindung ausgefuhrten Planartrans forma tor dargestellt. 
Die Primarseite des Planartrans formators weist dabei in der 
Kegel eine Primarwicklung PW mit den Anschlussen 1 und 3, so- 
wie einen Mittelanschlufi 2 auf. Desweiteren kann eine Hilfs- 
wicklung HW mit den Anschlussen 4 und 5 vorliegen. Auf der 
Sekundarseite weist der Planartransformator beispielsweise 
eine Sekunddrwicklung SW1 und SW2 mit den Anschlussen 6, 7 
und 8, 9 auf. 

in Figur 2 ist eine Seitenansicht eines gemaS der Erfindung 
ausgefuhrten Ausfuhrungsbeispieles des Planartransformators T 
dargestellt. Der Planartransformator T weist dabei eine soge- 
nannte Primarplatine PP und beispielsweise zwei sogenannte 
Sekundarplatinen SPl und SP2 auf. Die Primarplatine PP weist 
dabei die im Schaltbild der Figur 1 dargestellte Primarwick- 



GR 96 G 3498 



• ♦ • • • • 
• ■ • • • 



30 



35 



lung pw und gegebenenfalls die Hilf swicklung HW auf . Die Se- 
kundarplatine SP1 und gegebenenfalls die weitere Sekundarpla- 
tine SP2 weisen die ebenfalls im Schaltbild der Figur 1 dar- 
gestellte Sekundarwicklung SW1 bzw. SW2 auf. Die ubereinan- 
5 derliegenden Primar- und Sekundarplatinen PP, SP1 und SP2 

weisen jeweils eine in Figur 3 dargest elite Aussparung A auf, 
durch welche ein Kern K zur induktiven Kopplung der Primar- 
und Sekundarwicklungen PW, SW1 und SW2 reicht. Bevorzugt be- 
steht der Kern K aus zwei B-f6rmigen zusammensetzbaren Half- 
10 ten Kl und K2, Als Material fur den Kern K eignet sich bei- 
spielsweise Ferrit. Insbesondere durch Anschlufistif te KP und 
KS ist der Pianartransformator T von aufien elektrisch kontak- 
tierbar. 

15 Primar- und Sekundarplatinen PP, SP1 und SP2 weisen jeweils 
wenigstens eine Leiterplatte LP auf. In Figur 3 ist bei- 
spielsweise eine einzelne Leiterplatte LP in Draufsicht dar- 
gestellt. Auf einer derartigen Leiterplatte LP ist jeweils 
wenigstens eine ebene Wicklung W zur Bildung der Primar- bzw 
Sekundarwicklungen PW, SW1 und SW2 angeordnet. Die Wicklung W 
ist dabei bevorzugt kreis- oder spiralformig um eine in der 
Leiterplatte LP vorliegende Aussparung A angeordnet und weist 
beispielsweise zur elektrischen Kontaktierung der Wicklung w 
die AnschluSpunkte P und P' auf. Die Wicklung W sollte dabei 
aus Isolationsgrunden und insbesondere zur Erfullung der Si- 
cherheitsanforderungen bezQglich der Isolierung nicht zu nahe 
an diese Aussparung A heranreichen, beispielsweise nicht na- 
her als 0,4 mm. Durch die Aussparung A reicht der in der Re- 
gel E-formige Kern K. 

ErfindungsgemaS ist eine in der Figur 4 dargestellte elek- 
trisch isolierende Beschichtung is luftdicht und nicht losbar 
auf diese Wicklung w. der Leiterplatte LP aufgebracht. Bevor- 
zugt uberzieht die Beschichtung IS dabei vollstandig die Lei- 
terplatte LP mit der darauf angeordneten Wicklung w Die Be- 
schichtung IS wird dabei insbesondere zunachst in Form einer 
Isolationsfolie aufgetragen, welche unter Umstanden auch 
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mehrlagig aufgebracht sein kann. Diese Isolationsf olie wird 
dann bei einer hohen Temperatur, wie beispielsweise 200«C, 
aufgeschmolzen und luftdicht aufgepreSt. Durch die erfin- 
dungsgemaSe Isolation der Wicklung W in Form der luftdicht 
aufgebrachten Beschichtung IS ent fallen jegliche Luft- und 
Kriechstrecken zum einen zwischen den Windungsbereichen der 
Wicklung W und zum andereri zwischen der Wicklung W und dem in 
Figur 3 dargestellten Kem K. Durch die sehr dicht aufliegen- 
de Isolationsf olie wird die warmeisolierende Wirkung auf ein 
Minimum reduziert. Als isolationsf olie k6nnen gegebenenfalls 
auch als ^Prepreg" bezeichnete Materialien verwendet werden. 

in einer in der Figur 4 bereits dargestellten erf indungsgema- 
Sen Ausfuhrungsvariante des Planartransformators T sind auf 
den Leiterplatten LP beidseitig jeweils eine ebene Wicklung W 
und W' angeordnet, auf welchen jeweils luftdicht eine elek- 
trisch isolierende Beschichtung IS und IS' nicht l&sbar auf- 
gebracht ist . Die Leiterplatte LP und die darauf angeordneten 
Wicklurigen W bzw. W' sind somit moglichst vollstdndig mit der 
Beschichtung IS bzw. IS' uberzogen. Mittels Durchkontaktie- 
rungen KP und KP' durch die Leiterplatte LP sind die Wicklun- 
gen W und W' insbesondere zur Bildung einer einzigen Spule 
untereinander entsprechend kontaktierbar, beispielsweise uber 
die in der Figur 3 dargestellten AnschluSpunkte P und P' . 

in den Figuren 5 und 6 sind weitere erf indungsgemaSe Ausfuh- 
rungsvarianten des Planartransformators T dargestellt. In Fi- 
gur 5 ist dabei beispielsweise eine mehrschichtige Ausfuh- 
rungsvariante der Sekundarplatine SP1. in Figur 6 eine mehr- 
schichtige Ausfuhrungsvariante der Primarplatine PP darge- 
stellt. 

Die in der Figur 5 beispielhaft dargestellte Sekundarplatine 
SP1 bzw. SP2 weist ubereinandergeschichtete Leiterplatten LP1 
und LP2 auf. Dabei sind auf diesen Leiterplatten LP1 und LP2 
beispielsweise die Wicklungen Wl und W2 aufgebracht, die in 
Reihe geschaltet die Sekundarwicklung SWl bzw. SW2 bilden. 
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Die Wicklungen Wl und W2 sind jeweils luftdicht mit einer 
nicht losbaren elektrisch isolierenden, die Leiterplatten LPl 
und LP2 jeweils uberziehenden Beschichtung isi bis IS2' uber- 
zogen. Die Arizahl der ubereinander zu schichtenden Leiter- 
5 platten hangt insbesondere von der notwendigen Wicklungslange 
der die Sekundarwicklung SW1 bzw. SW2 bildenden Wicklungen Wl 
und W2 ab. Mittels den innenliegenden elektrisch isolierenden 
Beschichtungen ISI' und IS2 sind die Leiterplatten LPl un d 
LP2 nicht losbar zu den geschichteten Sekundarplatinen SP1 
10 bzw. SP2 verprefit. 

In der Figur 6 ist eine in entsprechender Weise geschichtete 
Pnmarplatine PP beispielhaft dargestellt. Auf den ubereinan- 
dergeschichteten Leiterplatten LP4 bis LPS sind jeweils beid- 
15 seitig die Wicklungen W3 bis W6 aufgebracht. Die in Reihe ge- 
schalteten Wicklungen W3 bis W6 bilden die Primarwicklung PW 
Die Leiterplatten LP4 bis LPS und die Wicklungen W3 bis W6 
sind jeweils luftdicht mit einer nicht losbaren elektrisch 
isolierenden Beschichtung IS4 bis IS5' Qberzogen. Dabei k6n- 
!0 nen die Wicklungen W3 bis W6 ebenfalls einseitig oder beid- 
seitig auf den Leiterplatten LP4 bis LPS angeordnet sein 
Mittels den innenliegenden elektrisch isolierenden Beschich- 
tungen IS4' und IS5 sind die Leiterplatten LP4 bis LPS nicht 
losbar zu der geschichteten Primarplatine PP verprefit. 

In Figur 6 ist fur das oben bereits beschriebene Ausfuhrungs- 
beispiel des Planar trans formators T eine weitere AusfOhrungs- 
vanante dargestellt. Auf Leiterplatten LP3 und LP6 sind da- 
bei Wicklungen HW1 und HW2 angeordnet, welche zusammenge- 
schaltet die bereits ixn Schaltplan der Figur 1 dargestellte 
Hilfswicklung HW bilden. Die Wicklungen HW1 und HW2 sind je- 
weils mittels einer elektrisch isolierenden Beschichtung IS3< 
und IS6 luftdicht und nicht lasbar Qberzogen. Die Leiterplat- 
ten LP3 und LP6 sind dabei mit den die Primarwicklung pw tra- 
genden Leiterplatten LP4 und LPS mittels der elektrisch iso- 
lierenden Beschichtung IS3 ' , M4 und IS5', IS6 nicht losbar 
verprefit. Bevorzugt umschliefien die insbesondere zusammenge- 
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schalteten Wicklungen HWl und HW2 symmetrisch die Wicklungen 
W3 bis W6, welche die Primarwicklung PW bilden. 

Wie in den Figuren 5 und 6 desweiteren dargestellt ist, kon- 
nen die Primar- und/oder Sekundarplatinen PP, SPl und SP2 
insbesondere jeweils in den aufieren Bereichen wenigstens eine 
elektromagnetisch abschirmende Schicht SI, S2 und S3, S4 auf- 
weisen. Diese elektromagnetisch abschinnenden Schichten SI, 
S2 und S3, S4 sind in den Ausfuhrungsbeispielen der Figuren 5 
und 6 auf die Leiterplatten LP1, LP2 und LP3, LP6 aufgebracht 
und mit der elektrisch isolierenden Beschichtung ISl, IS2' 
und IS3, IS6' uberzogen. In Figur 5 sind die elektromagne- 
tisch abschinnenden Schichten SI und S2 dabei auSerhalb der 
innenliegenden Wicklungen Wl und W2 angeordnet. In Figur 6 
15 umschlieSen die Leiterplatten LP3 und LP6, welche die elek- 
' tromagnetisch abschirmenden Schichten S3 und S4 tragen, dabei 
die Leiterplatten LP 4 bis LPS, welche die ubrigen innenlie- 
genden Wicklungen HWl, W3 bis W6 und HW2 tragen und sind mit 
diesen mittels der elektrisch isolierenden Beschichtung und 
20 IS3', IS4 und IS5 ' , IS6 luftdicht und nicht losbar verpreSt. 

Die in den Figuren 5 und 6 dargestellten Wicklungen Wl und W2 
bzw. W3 bis W6 bilden insbesondere mittels der diese kontak- 
tierenden und durch die Leiterplatten LPl bis LP2 bzw. LP3 

25 bis LP6 hindurchreichenden Durchkontaktierungen KP1 und KP2 
bzw. KP3 und KP4 die Sekundarplatinen SPl bzw. SP2, bzw. die 
Primarplatine PP. Ober die dargestellten Anschlufikontakte 6 
und 7 bzw. 8 und 9 sind die Sekundarwicklungen SW1 bzw. SW2 
elektrisch kontaktierbar, Qber die AnschluSkontakte 1 und 3 

30 ist die Primarwicklung PW elektrisch kontaktierbar. Die des- 
weiteren bereits im Schaltplan der Figur 1 dargestellten 
rest lichen Anschlufibezeichnungen 2. 4 und 5, sowie mogliche 
Anschlusse der elektromagnetisch abschirmenden Schichten SI, 
S2 und S3, S4 sind in den Figuren 5 und 6 aus Grunden der 

35 Obersichtlichkeit nicht mehr dargestellt. 
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Wie bereits in der Figur 2 dargestellt, ist die Primarplatine 
PP beyorzugt zwischen zwei Sekundarplatinen SP1 und SP2 ange- 
ordnet. Dies hat den Vorteil, daS die Primarwicklung PW neben 
einer ersten Isolierung in der Primarplatine PP erf indungsge- 
maf5 zusatzlich durch die beidseitig angeordneten Sekundarpla- 
tinen SPl.und SP2 gegenuber dem Kern K isoliert ist. Wahrend 
eine erste Isolierung der im Schaltbild der Figur 1 darge- 
stellten Primarwicklung PW bereits in der Primarplatine PP 
vorliegt, erfolgt eine weitere, zweite Isolierung der Primar- 
wicklung PW erfindungsgemas durch die zwischen der Primarpla- 
tine PP und dem Kern K angeordneten Sekundarplatinen SP1 und 
SP2. Dadurch kann vorteilhaft den Sicherheitsanforderungen 
bezuglich der Isolation entsprochen werden, die Primarwick- 
lung PW durch eine doppelte Isolierung gegenuber dem Kern K 
bzw. einem m6glichen Gehause des Planar trans formators T abzu- 
sichern. 

Gegebenenfalls konnen die ubereinanderliegenden und jeweils 
geschichteten Primar- und Sekundarplatinen PP, SP1 und SP2 
zusatzlich mittels der auSenliegenden elektrisch isolierenden 
Beschichtungen zu einem Gesamtblock verprefit werden. Bei- 
spielsweise konnen die in den Figuren 5 und 6 dargestellten 
Beschichtungen IS2' und IS3 nicht losbar zu einem Gesamtblock 
PP, SP1 und/oder SP2 verpreSt werden. 

Vorteil des erfindungsgemafien Planartransformators ist insbe- 
sondere dessen sehr kompakter, f lacher und einfacher Aufbau 
wobex die Primarwicklung unter Erfullung der Sicherheitsan- ' 
forderungen gegenuber dem Kern und den Sekundarwicklungen 
doppelt isoliert ist. Die Isolations folien sind luftdicht 
nicht losbar und dauerhaft auf die auf den einzelnen Leiter- 
platten aufgebrachten Wicklungen aufgeprefit, so dafi keine 
warmedammenden Luftpolster zwischen den geschichteten Leiter- 
platten vorliegen. Dadurch wird eine optimale Wanneableitung 
bewirkt. Vorteilhaft ist desweiteren, dafi der Kern des Plan- 
artransformators ohne zusatzliche separate Isolationsformtei- 
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le direkt an ein mflgliches GehSuse angrenzbar ist und somit 
eine vorteilhafte Warmeableitung erfolgen kann. 
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Schutzanspruche 
1. Planartrans forma tor 
a) 



10 



15 



nut einer Primarplatine (PP) und zumindest einer Sekun- 
darplatine (SP1, SP2), welche jeweils wenigstens eine 
Leiterplatte (LP; LP1, LP2; LP3..LP6) aufweisen, auf de- 
nen jeweils wenigstens eine ebene Wicklung (W, w ; wi 
W2; W3..W6) zur Bildung von Primar- bzw. Sekundarwick- 
lungen (PW, swi, SW2) angeordnet ist. wobei jeweils eine 
elektrisch isolierende Beschichtung (IS, IS'; IS1..IS2'; 
IS3..IS6') luftdicht und nicht losbar auf die Leiter- 
platte (LP; LP1, LP2; LP3..LP6) und die Wicklungen (W 
W; Wl, W2; W3..W6) aufgebracht ist, und 



b) 



wobei die ubereinanderliegenden Primar- und Sekundarpla- 
txnen (PP, SPI, SP2) jeweils eine Aussparung (A) aufwei- 
sen, durch welche ein Kern (K) zur induktiven Kopplung 
der Primar- und Sekundarwicklungen (PW, SW1, SW2) 
20 reicht. 

2. Planartransformator nach Anspruch 1, wobei auf den Leiter- 

ne a w te , n i (LP/ , LP1 ' LP2 '* LP3 '- LP6) b6idSeiti * -e ebe- 

ne Wxcklung < W , w ; wi, W2 ; W3..W6, angeordnet ist, auf wel- 
che jeweils luftdicht eine elektrisch isolierende Beschich- 
tung (IS, IS<; IS1..IS2'; IS3..IS6') aufgebracht ist. 



25 



3 Planartransformator 'nach einem der vorangegangenen AnsprU- 
che, wobex die Pr iinar - b2w . sekundarwicklungen (pw, SW1, SW2) 

J V J GWG2.XS 

a) in mehrere einzelne Wicklungen (W, W; Wl, W2; W3 W6) 

ITT.^ Sind ' j6WeilS aUf einer ^erplatte 

LP1, LP2; LP3..LP6, luftdicht mit einer nicht losbaren 

35 elektrisch isolierenden Beschichtung (is, IS'- 

IS1..IS2'; IS3..IS6') Uberzogen angeordnet sind, und je- 
weils 
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b) mittels der elektrisch isolierenden Beschichtungen (IS, 
IS'; IS1..IS2'; IS3..IS6') nicht losbar zur Primar- bzw. 
zu den Sekundarplatinen (PP, SP1, SP2) verprefit sind. 

5 . 

4* Planartransfonnator nach einem der vorangegangenen Anspru- 
che, wobei die Primarplatine (PP) zwischen zwei Sekundarpla- 
tinen (SP1, SP2) angeordnet ist. 

10 5. Planartransformator nach einem der vorangegangenen Anspru- 
che, wobei die Primar- und Sekundarplatinen (PP, SP1, SP2) 
ubereinandergeschichtet und mittels der elektrisch isolieren- 
den Beschichtungen (IS, IS'; IS1..IS2'; IS3..IS6') nicht Ids- 
bar zu einem Block (PP, SP1, SP2) verprefit sind. 

15 

6. Planartransfonnator nach einem der vorangegangenen Anspru- 
che, wobei die Primarplatine (PP) wenigstens eine mittels der 
elektrisch isolierenden Beschichtung (IS3', IS6) verprefite 
Leiterplatte (LP3 , LP6) aufweist, welche eine zusatzliche, 

20 als Hilfswicklung (HW) dienende Wicklung (HW1, HW2) tragt. 

7. Planartransfonnator nach einem der vorangegangenen Ansprti- 
che, wobei die Primar- und/oder Sekundarplatinen (PP, SP1, 
SP2) jeweils in den aufieren Bereichen wenigstens eine mittels 

25 der elektrisch isolierenden Beschichtung (IS1', IS2, IS2 ' , 

IS3, IS3', IS4, IS5', IS6) verprefite Leiterplatte (LP1, LP2 # 
LP3, LPS) aufweisen, welche jeweils eine zusatzliche elektro- 
magnetisch abschirmende Schicht (SI, S2 ; S3, S4) tragt. 
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